Anfertigen von Leiterplatten

Schutzfolie
Fotoschicht
ial: Kupferfolie
1) Ausgangsmaterial: /,,:r 'l p
Epoxydharz oder Hartpapier

YV ¥ Uv-Licht ¥ 4 v

2) Belichten: _— Papier oder Folie
- mit Layout

heli::hteter
Fotoschicht

+ Entwickler (Natriumhydrooxid)

3) Entwickeln:
- s — - -“---...,__* unbehchtete

Stellen

+ Atzmittel (Natriumpersulfat)
4) Atzen:

A Leiterbahnen

Downloaded from www.voltagezone.dl.am



5) Entfernen des

Fotolacks:
Abreiben mit Stahlwolle oder erneut belichten und entwickeln
+ Silbersud
6) Versilbern: b o b o i Silberschicht
7) Bohren:
8) Liitstoppmaske:

.

Fertige Platine
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Das Fertigen eimer Platine
(Leiterplatts)

1) Die mmbelichtete Platine wird auf den Schaltplan gelegt imd mit UV -Licht ca.
4min. lang belichtet. Dabel werden die Stellen, die schwarz sind, nicht belichtet.

2} Der belichtete Photolack wird mittels emer Lange (Natrumhydrooxid) entfemt.

3) Atzen der Platine in Natriumpersulfat

4} (Die unbelichteten Stellen bleiben > Leiterbahnen)

3) Der tberschissige Photolack wird mit Stahlwolle abgerieben.

6) Die Platine wird in Silbersud ecingetaucht Dadurch tberzichen sich die Cu-
Leiterbalmen mit emer Silberschicht (Bessere Leifihigkeit)

7) Bohren der Leiterplatten

Maogliche Fehler:

Das Layont wird verkehrt auf die Leiterplatte gelegt. Der Schaltplan vermitscht 1m
Belichtungsgerat oder die Leiterplatte wird tberbelichtet. Kratzer auf der Flatine. Die
Platine wird zu lange in der Lauge oder Sdure gelassen. Der Photolack wird nicht
grindlich genug abgerieben. Die Bohrungen werden nicht mittig gebohrt.
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